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e Kirjallisuuden ja muistiinpanojen kaytto kielletty
e Kysymyspaperi palautettava vastauspaperin mukana
o Kaiytd mahdollisuuksien mukaan lyhyttd esitystapaa (esim. ranskalaisin viivoin)

1. Modulointi

Madrittele mité tarkoitetaan kasitteilla:
a) "Moduuli"

b) "Modulaarinen tuoteperhe"

b) MFD-metodi (vaiheittain)

2. DFA ja liitostavat

Listaa mité kevyessd kokoonpanossa kdytettdvia liitosmenetelmia on olemassa ja
kerro niiden ominaisuuksista. Miten DFA:n kaytté vaikuttaa liitosmenetelmien
valintaan? i '

3. Kokoonpanojirjestelmit

a) Mainitse vahintiédn viisi erilaista robottien kinemaattista rakennetta. Mitéd néista
voidaan kayttdd kokoonpanosovelluksessa, jossa kokoonpano tapahtuu ylhéalta alas?
Kuvaile tdhén tehtddn soveltuvien robottityyppien rakennetta, tydalaa ja muita
ominaisuuksia tarkemmin.

b) Mita osia tai kokonaisuuksia konenékdjarjestelmista voidaan erottaa? Mainitse
tarkeimmét huomioitavat seikat jokaisesta osasta konenakdjérjestelmaa
suunniteltaessa.

4, Kokoonpanojirjestelmiit ja -strategiat
Mita seikkoja tdytyy ottaa huomioon ja mitd paat6ksid on tehtdvd suunniteltaessa
tarraimia ja tarrainjérjestelmii kokoonpanojirjestelmaan?



